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Prinzip: ,Zero Shrinkage“ verhindert die laterale Schwindung und minimiert die Schwindungstoleranz

Multilayer (Griinkdrper)

l ,Freies” Sintern l l ,Zero Shrinkage“ Sintern l

Multilayer (Sinterkorper)

bis 18 % Schwindung in x,y-Richtung < 05%
> +0,2% Schwindungstoleranz in x,y-Richtung <+ 0,05%
bis 20 % Schwindung in z-Richtung bis 50 %

Potenziale fiir die Multilayer-Fertigung durch ,,Zero Shrinkage“ Technologien

+ Fertigung komplexer Module ohne Sinterverzug, d. h. hohe Zuverlassigkeit auch bei erhéhter Komponentendichte und erweiterter
Funktionalitat (Integration von passiven elektrischen Elementen, Kavitadten, photonischen Komponenten und Fluidik-Strukturen)

» Automatisierung und Miniaturisierung der Verbindungstechnik durch verbesserte Positioniergenauigkeit der Bondpads

» Fertigung im groRformatigen Nutzen ermdglicht Kostenreduzierung

Alternative ,,Zero Shrinkage‘“ Technologien
Constrained Sintering Self-Constrained Sintering

Tape on substrate  Opferfolien  Druckunterstutzte Sinterung Self-Constrained Tape (HeraldLock®)  Self-Constrained Laminate
Kombinationen verschiedener Technologien sind méglich

»Zero Shrinkage“ Technologien an der BAM

Self-Constrained Sintering

Querzgles: Entwicklung von LTCC-Werkstoffen flr innere und dufliere Folien
Innen: 55 Vol.-% Ca-La-B-Glas + Schwindungsmessung an trockengepressten Werkstoffproben
45 Vol.-% Aluminiumoxid oo
: AuBen: 75 Vol.-% Erdalkali-Al-B-Si-Glas+ /™" — innen
bffel- 25 Vol.-% Aluminiumoxid - auften
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Durch Kombination von Drucksinterung und Opfer- Aus ,maRgeschneiderten” LTCC-Folien . :
folien wurden grof3formatige, diinnfilmprozessier- wurden Self-Constrained Laminates entwickelt: ;
bare Substrate und LTCC-Module entwickelt: « laterale Schwindung < 0,5 % nMaUC'::'gyls{eﬁenf;%Z :
* laterale Schwindung < 0,2 % « keine Risse und Delaminationen innerhalb des Multilayers 875 °C /20 min
« geringe Rauheit, Ra bis 0,2 ym (as-fired) « kontrollierte Phasengrenzreaktionen beim Co-firing
* hohe Ebenheit - spezifische dielektrische Eigenschaften der Aufen- und Innenschichten
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